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실란을 이용한 미세 표면 개질 알루미나를 이용한 방열 패드 특성 변화에 관한 연구
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전기전자부품 및 자동차 고전력부품에서 온도 상승으로 인한 전자기기의 오작동 등으로 방열

패드의 필요성이 높아지고 있다. 고내열 특성을 지닌 실리콘을 기반으로 하는 방열패드는 열

전도성을 개선하여 방열 및 절연 기능을 동시에 필요로 하는 경우가 많다. 표면이 고르지 못한

부품이나 부품과 heak sink 사이의 공간이 발생될 때 방열패드가 특히 유용하다. 최근 방열 패

드는 두께 및 열전도도에 따라 다양한 제품으로 상용화되고 있다. 그러나, 이러한 방열패드는

필러의 종류 및 함량에 따라 그 특성 차이가 크게 나타난다.  
 필러의 함량을 줄이면서 열전도도를 높이기 위해 필러 표면에 미세한 수지 코팅을 수행하여

분산성 및 유동성을 향상시키기 위한 연구가 활발히 이루어지고 있다. 실리콘 수지를 기반으

로 알루미나 필러를 이용하여 절연형 방열 패드를 제작하였다. 알루미나 필러는 3㎛의 각형과

70㎛의 구형을 사용하였으며, 미세 표면 개질은 실란, 아크릴 및 우레탄 계열의 액상 수지를

사용하여 코팅하였다. 코팅 공정은 습식 볼밀 공정과 교반공정을 수행하면서 공정 중에서 일

어나는 알루미나 필러의 형상 변화 및 코팅층을 분석하였다. 방열 패드의 경화과정에서 발생

될 수 있는 필러 침강현상에 대해서는 네트워크 구조의 침강방지제를 사용하여 그 영향성을

분석하였다.
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